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{54) Halbleiterscheibe mit Kennzeichnungsfeld

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleiterscheibe mit Kennzeichnungsfeld, wobei die Kennzeichnung durch
Gravur auf der Scheibenvorderseite aufgebracht werden soll und nach der Kennzeichnung nicht die Mdglichkeit
besteht, den durch die Gravur entstandenen Grat zu beseitigen, ohne die Scheibenoberflache zu beschadigen und
nochmals polieren zu missen. Es ist Ziel der Erfindung, die Kennzeichnung so vorzunehmen, daf’ vor der
nachfolgenden Bearbeitung, insbesondere der lithografischen Bearbeitung, keine Beseitigung der an den Randern
der Gravurgraben (4) gebildeten Werkstoffanhaufungen (3) erforderlich ist, welche zur Beschadigung der auf die
Scheibenoberfliche aufzubringenden Schablonen fihren. GemalR Figur 2 wird dazu der fir die Kennzeichnung
vorgesehene Bereich der Halbleiterscheibe in seiner Dicke um einen Betrag verringert, der mindestens der Hohe der
Werkstoffanhaufungen (3) an den Réndern der Gravurgraben (4) entspricht. Fig. 2
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Halbleiterscheibe mit Kennzeichnungsfeld
Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine zu kennzeichnende Halbleiter—
scheibe, wobel die Kennzeichnung durch Lasergravur auf
der Scheibenvorderseite aufgebracht werden soll und nach
der Keannzeichnung nicht die Moglichkeit besteht, den
durch die Gravur entstandenen Grat- zu beseitigen, ohne
die Oberfliche der Halbleiterscheibe zu beschddigen und
nochmals polieren zu miissen.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es ist bekannt, dafB beim Gravieren von Halbleiterscheiben
mittels Laserstrahlen an den Markierungsrindern auf der
Oberfldche der Halbleiterscheibe Werkstoffanhiufungen in
Form eines Grates entstehen. Da dieser Grat bei der
lithografischen Bearbeitung der Halbleiterscheibe zu
Beschédigungen der Schablone fiihren wirde, muBl er durch
nachtrigliche Bearbeitung der Scheibenoberfliche entfernt
werden. Dies geschieht durch Atzen und Polieren im An-
schlufl an die Gravur, wié e€s in der Zeitschrift
"Elektronik Produktion und Priiftechnik" 03/83, Leinfel-
den-Echterdingen, Xonradin-Verls ag beschrieben 1st.

Aus technologischen Griinden ist diese nachtrdgliche Be-
arbeitung im Anwenderbetrieb von ualblelterschelben, der
die Kennzeichnung vornimmt, nicht immer mogllch.



Ziel der Erfindung .

" Es ist Ziel der Erfindung, die Kennzeichnung der Halb-

lelterschelbe 80 durchzufuhren, dafl die nachfolgenden
Bearbeltuncsschrltte, insbesondere die lithografische
Bearbeitung, nicht beeintridchtigt werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung ~

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die maschinen-
lesbare Kennzeichnung von Halbleiterscheiben ohne nach-
trigliche Bearbeitung der Halbleiterscheiben zur Beseiti-
gung der an den Réndern der Gravurgrdben gebildeten Werk-
stoffanhaufungen zu ermdglichen.

Erfindungsgemdl wird die Aufgabe dadurch gelost, dafl der
fiir die Kennzeichnung vorgesehene Bereich der Halblei-
terscheibe in seiner Dicke um einen Betrag vérringert
wurde, der mindestens der Hohe der WerkstoffanhiZufungen
an den Ridndern der Gravurgriben entspricht.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll in zwei Ausfiihrungsbeispielen anhand

zweier Zeichnungen niher erliutert werden.

Dabei zeigen |

Figur 1: eine Halbleiterscheibe mit entlang der Haupt-
fase abgeschrigtem Rand als Kennzeichnungs—
feld; und

Pigur 2: eine Halbleiterscheibe mit im Randbe”elch ver—
ringerter Dicke als Kennzeichnungsfeld

Durch mechanische, chemische bzw. chemomechanische Be-
arbeitung wird die Dicke eines als Kennzeichnungsfeld
vorgesehenen Bereiches der Halbleiterscheibe verringert
oder der Rand der Halbleiterscheibe in diesem Bereich
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abgeschrégt. Die Abschrigung 2(gemif Figur 1) mul
dabei derart erfdlgen, da die bei der Gravur ent-
stehende Werkstoffanhdufung 3 an den Gravurgraben 4
an jeder Stelle des Kennzeichnungsfeldes unter dem
Niveau der Ausgangskontur 1 der Halbleiterscheibe
liegte. Bei einer Kennzeichenhbhe von 1,5 mm und einem

. Abstand der Kennzeichen vom Rand der Halbleiterscheibe

von 0,75 mm betragt die Hohe des Kennzeichnungsfeldes
3,0 mm.

Die Abschrégung des Kennzeichnungsfeldes mulBl so erfol--
gen, daB die Dicke der Halbleiterscheibe am ZuBeren

Rand um 0,2 mm verringert ist. Somit liegt die Werk-
c'1:offanh‘ait.zf;m:lg 53 unter dem Niveau der Scheibenober—
fliche und muB fiir die weitere Bearbeltuna nlcht besei-
tigt werden.

In Figur 2 wird eine weitere LOsungsmiglichkeit gezeigf,
wobei ein der GridBe des Kennzeichnungsfeldes entsprechen-
der Randbereich der Halbleiterscheibe in seiner Dicke
verringert wird. Die Hhe des Kennzeichnungsfeldes be-
trdgt wie im ersten Ausfilhrungsbeispiel 3mm bei einer
Kennzeichenhthe von 1,5 mm und einem Abstand der Kenn-
zeichen vom Rand von 0,75 mm. Uber das gesamte Kenn-—
zeichnungsfeld wird die Dicke der Halbleiterscheibe um
einen Betrag von 0,05 mm verringert, so daB nach der
Gravur die Werkstoffanhiufung 3 der Gravurgriben 4
unter dem Niveau der Scheibenoberfliche liegt.

‘Diese Verringerung der Scheibendicke im Bereich des

Kennzeichnungsfeldes kann gleich beim Scheibenhersteller.
realisiert werden, so dal fiir jeden Anwenderbetrieb die
nachtrZgliche Bearbeitung im AnschluB an die Kennzeich-
nung mittels Gravur entfzllt.



Erfindungsanspruch

1. Halbleiterscheibe mit Kennzeichnungsfeld, wobei
die Kennzeichnung durch Gravur auf der Scheiben-
vorderseite aufgébracht'werden'soll, gekennzeich-
net dadurch, daB der fir die Kennzeichnung vorge—
gehene Bereich der Halbleiterscheibe in seiner
Dicke um einen Betrag verringert wurde, der min-
destens der Hohe der wWerkstoffanhiufungen (3) an
den Rindern der Gravurgriben (4) entspricht.

- Hierzu 1 Seite Zeichnung -
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